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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@TragerelBmentfur einen Halbleiterchip 

(§) Das Trageretement (1) waist eine elektrisch isolierende 
Folia (3) und eine darauf laminierte elektrisch leitfihige Folie 
(4) auf, wobai eine Verbtndung zwischan den beiden Pollen 
(3, 4) klebstofffrel durch Zusammenpressan erfolgt. 
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Beschreibung 

Die Ertindung betrifft ein Tragerelement fur einen 
Halbleiterchip mil einer auf eine eleictrisch isolierende 
Folie lamierten elektrisch leitfahigen Folie, bei dem die 
leitfahige Folie derart stnikturiert ist, dafi mit dem Chip 
elektrisch verbindbare Kontaktflachen fOr eine iiber das 
Tragerelement erfolgende exteme Kontaktiening des 
Chips ausgebildetsind. 

Derartige Tragerelemente sind beispielsweise fOr den 
Einsatz in den sogenannten Chipkarten ublich. Dabei 
wird das Tragerelement mit dem Halbleiterchip verse- 
hen, der ublicherweise von einer auch die elektrischen 
Verbindungen mit den Kontaktflachen bedeckenden 
schutzenden Umhullung umgeben wird. Das Tragerele- 
ment mit dem Chip und der Umhullung wird auch als 
Elektronikmodul bezeichnet Das Elektronikmodul ist in 
eine Vertiefung eines kartenfonnigen Gnmdkorpers, 
der das eigentliche Geh^use der C^pkarte bildet, ein- 
setzbar. Dabei bilden die Kontaktflachen der leitfahigen 
Folie fur gewdhnlich mit einer Hauptfltche des Karten- 
gnmdkorpers eine Ebene. 

Wie beispielsweise in der DE-Cl 43 40 996 beschrie- 
ben, ist es ubiich, die isolierende Folie und die leit^ige 
Folie des Tragerelementes zur Herstellung des Lami- 
nats miteinander zu verkleben. Dafur werden lange 
Bahnen der isolierenden Folie und der leit^gen Folie 
stnikturiert und dann aneinandergefugt, wobei eine 
Vielzahl von Tragerelementen erzeugt werden, die an- 
schlieBend noch zu vereinzein sind. 

Die Verwendung von Klebstoff fOr das Aneinanderfu- 
gen der beiden Folien hat jedoch folgende Nachteile: Es 
ist ein zusatzlicher Herstellungsschritt notwendig, da 
eine Klebstoffschicht aufgetragen werden niuB. Zur 
AushSrtung des Klebstoffes bedarf es einer gewissen 
Zeitspanne, die den HerstellungsprozeB verlangert Um 
diese zu verkurzen, kdnnen zwar schnell aushartende 
Klebstoffe verwendet werden. Diese haben jedoch Zu- 
satze, die bei einer Erwarmung (wie z. B. bei der Durch- 
fuhrung der Kontaktierung des Chips) ausgasen und 
dabei Probleme verursachen konnea 

Aufgabe der Erfindung ist es» ein Tragerelement der 
genannten Art zu schaffen, bei dem die genannten 
Nachteile vermieden sind. 

Diese Aufgabe wird durch ein Tragerelement gemaB 
Anspruch 1 und ein Herstellungsverf ahren fur ein Tra- 
gerelement gemafi Anspruch 5 geldst 

ErfindungsgemaB ist es vorgesehen, zur Herstellung 
des Laminats aus isolierender und leitfahiger Folie kei- 
nen Klebstoff zu verwenden. sondem durch Zusammen- 
pressen der Folien einen FormschluB zwischen ihnen zu 
erreichen. 

Eine Ausfuhnmgsform der Erfindung sieht vor, daB 
die mit der isolierenden Folie verbmidene Seite der leit- 
fahigen Folie eine Oberfl^chenstniktur hat, die sehr gro- 
Be Unebenheiten in Form von Anfonnungen aufweist 
Zur Biklung des Formschlusses werden die beiden Fo- 
lien aufeinandergepreBt, wobei die Anformungen der 
leitfahigen Folie in das Material der isolierenden Folie 
eingepreBt werden und sich mit diesem verzahnea 

Als geeignetes Material fur die isolierende Folie 
koramt insbesondere ein Hochtemperanir-Thermoplast 
in Frage. Diese Stoffe weisen die notwendige Elastizitat 
auf, um ein Eindringen dLer Anformungen der leitfahigen 
Folie beira Zusammenpressen der beiden Folien zu er- 
moglichen. Andererseits sind sie so temperaturstabil, 
daB bei Fertigungsprozessen auftretende Erwarmungen 
(beispielsweise durch Befestigung bzw. Kontaktierung 
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eines Chips auf dem Tragerelement) fur sie unschSdlich 
sind. Die leit^ige Folie laBt sich besonders gunstig aus 
elektrolytisch abgeschiedenem Kupfer hersteflen, wel- 
ches durch entsprechende Impfung eine stengelkristalli- 
5 ne bzw. dendritische Oberflachenstruktur hat, die ab- 
schliefiend naBchemisch oxidien ist Auf diese Weise 
erhglt man eine Idtfahige Folie, die auf derjenigen Seite, 
auf der sich die zu kontaktierende Seite der Kontaktfla- 
chen befmdet. eben ist (diese Seite ist spater mit Nickel 

10 und Gold beschichtbar, um dauerhafte Kontakte mit 
guten elektrischen Eigenschaften herzustellen), wah- 
rend die hiervon abgewandte Seite der Folie Stengelkri- 
stalle aufweist, deren verbreiterte Spitzen aus Kupfer- 
oxid besteheiL Die an der Spitze oxidierten Stengelkri- 

15 stalle bilden die Anformungen zur Herstellung des Mi- 
kroformschlusses zwischen den beiden Folien. Der 
durch ihr Zusammenpressen endelte formschlussige 
Verbund erfolgt Shnlich einem Druckknopf-Effekt 
Besonders gunstig ist es. wenn die leitfahige Folie 

20 bereits vor dem Zusammenpressen der Folien zur Aus- 
bildung der Kontaktflachen stnikturiert wird Dies kann 
ohne groBen Aufwand durch Stanzen erreicht werden. 
Nimmt man dagegen einen hdheren Aufwand m Kauf, 
ist es auch mogHch, zunachst die Folien durdi Zusam- 

25 menpressen zu verbinden und eine Strukturierung der 
leit^gen Folie erst hiemach durch Beschichten mit 
einem Fotolack, Belichten und anschliefiendes Atzen 
vorzunehmea 
Gunstigerweise wird auch die isolierende Folie be- 

30 reits vor dem Zusammenfugen der beiden Folien durch 
Stanzen stnikturiert, wobei beispielsweise L6cher gebil- 
det werden, die der spateren elektrischen Verbindung 

• des Chips mit den Kontaktflachen der leitfahigen Folie 
dienen. Die isolierende Folie kann beispielsweise aus 

35 giasfaserverstarktem Epoxidharz, aus Kapton oder Po- 
lyester bestehen. 

Die Erfindung wird im f olgenden anhand der Figuren 
beschrieben,die folgendes zeigen: 
Fig. 1 ein AusfuhSrungsbeispiel eines erfindungsgema- 

40 Ben Tragerelementes fur em Elektronikmodul einer 
Chipkarte, 

Fig. 2 die RQckseite des Tragerelementes aus Fig. 1, 
Fig. 3 eine stark vergrdBerte Darstellung der form- 
schlQssigen Verbindung zwischen der isolierenden und 

45 der leitfahigen FolieL 

Das Tragerelement I in Fig. 1 zeigt eine auf eine iso- 
lierende Folie 3 laminierte leitfahige Folie 4. Die leitfahi- 
ge Folie 4 ist so stnikturiert, daB Kontaktflachen 5 fur 
eine spatere Kontaktierung des Tragerelementes 1 aus- 

50 gebildet sind. Wird ein derartiges Tragerelement 1 in 
den Kartengrundkorper einer Chipkarte eingesetzt 
bzw. implantiert, sind die Kontaktflachen 5 plan mit 
einer Hauptseite des Kartengrundkorpers. 
Fig. 2 zeigt das Tragerelement 1 aus Fig. 1 von der 

55 Unterseite. In der Fig. 2 ist das Tragerelement 1 bereits 
mit einem Halbleiterchip 2 versehen, der von einer ihn 
umgebenden Umhullung geschOtzt wird. Die Figur zeigt 
nur die Umhullung, wahrend der darin befindliche Chip 
2 nicht sichtbar ist Die Umhullung kann beispielsweise 

60 durch GieBen oder Spritzen hergestellt sein. Meist wird 
sie aus einem Duroplasten hergestellt AuBer dem Chip 
2 umgibt sie auch elektrische Verbindungen, die zwi- 
schen Anschlussen des Chips 2 und der Unterseite der 
Kontaktflachen 5 der leitfahigen Folie 4 gebildet sind. 

65 Der in Fig. 2 dargestellte Gegenstand aus Tragerele- 
ment 1, Chip 2 und dessen Umhullung wird auch als 
Elektronikmodul bezeichnet 
Die Erfindung betrifft nun die An des Zusammenfu- 
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gens der isolierenden Folie 3 und der ieitf ahigen Folie 4. 
Tig, 3 zeigt, auf welche Weise diese erfolgt Dargestellt 
ist ein stark vergroBerter, nicht maBstablidier Aus- 
schniit der beiden Folien 3, 4 wahrend des Zusammenfii- 
gens, das durch Zusammenpressen der Folien durch ei- 5 
ne Kxah F erfolgt Die isolierende Folie 3 ist im oberen 
Teil der Figur dargestellt und besteht aus einem im Ver- 
gleich zum Material von noch zu erlautemden, in der 
leitfahigen Folie 4 befindiichen Anformungen 4a, 4b re- 
lativ weichem Material, beispielsweise einem Hochtem- 10 
peratur-TherraopIasten. 

Die leitfahige Folie 4 ist im unteren Teil der Fig. 3 
dargestellt und besteht bei diesem Ausfuhrungsbeispiel 
aus elektrolytisch abgeschiedenem Kupfer, welches 
durch entsprechende Impfung an seiner einen Seite 15 
Stengelkristalle 4a ausgebildet hat Die Spitzen der 
Stengelkristalle 4a wurden oxidiert, so daB sich dort aus 
Kupferoxid bestehende Verbreiterungen 4b befmden. 
Die Stengelkristalle 4a bilden mit den Verbreiterungen 
4b die pilzformigen Anformungen 4a, 4b an der der 20 
isolierenden Folie 3 zugewandten Seite der leitfahigen 
Folie 4. 

Fig. 3 ist auch zu entnehmen, daB die Kontaktfl^chen 
5 der leitfahigen Folie 4 auf der den Anformungen 4a, 4b 
abgewandten, ebenen Seite der leitfahigen Folie 4 ange- 25 

ordnet sind. 

Die Verbreiterung 4b aus Kupferoxid ermoglicht eine 
gute Verzahnung mit dem Material der isolierenden Fo- 
lie 3. Werden nun die beiden Folien 3, 4 zusammenge- 
preBt, dringen die Anformungen 4a, 4b m das relativ 30 
weichere Material der isolierenden Folie 3 ein, wodurch 
ein MikroformschluB erreicht wird. 

Die Erfindung ermoglicht auf die beschriebene Weise 
eine Klebstoff fireie Verbindung zwischen den beiden 
Folien 3, 4. Hierdurch werden alle durch die Verwen- 35 
dung von- Klebstoff ansonsten bedingten Nachteile, wie 
sie in der Beschreibungseinleitung genannt wurden, ver- 
mieden. 

PatentansprQche 40 

1. Tragerelement (1) fur einen Halbleiterchip (2) 

— mit einer ziii eine elektrisch isolierende Fo- 
lie (3) laminierten elektrisch leitfahigen Folie * 
(4), 45 

— die leitf^ige Folie (3) ist derart strukturiert, 
daB mit dem Chip (2) elektrisch verbindbare , 
Kontaktflachen (5) fur eine fiber das TrSger- 
element (1) erfolgende exteme Kontaktierung 
des Chips (2) ausgebildet sind, 50 

— die isolierende Folie (3) und die leitfahige 
Folie (4) sind durch einen FormschluB kleb- , 
stofffrei miteinander verbundea 

2. TrP5erelement nach Anspruch 1, bei dem die mit 
der isolierenden Folie (3) verbundene Seite der leit- 55 
fahigen Folie (4) eine Oberflachenstruktur hat, An- 
formungen (4a, 4b) aufweist, die zur Bildung des 
Formschlusses in das Material der isolierenden Fo- 
lie (3) gepreBt sind. 

3. Tragerelement nach Anspruch 2. eo 

— bei dem die leitfahige Folie (4) aus elektro- 
lytisch abgeschiedenem Kupfer mit stengelkri- ^ 
stalliner Oberflachenstruktur besteht, 

— bei dem Enden (4b) der Stengelkristalle (4a) 
oxidiert sind und mit den Stengelkristallen (4a) 55 ' 
die Anformungen (4a, 4b) bilden. 

4. Tragerelement nach einem der vorstehenden An- 
spruche, bei dem die isolierende Folie (3) etn Hoch- 



temperatur-Thermoplast ist 

5. Herstellungsverfahren fur ein Tragerelement (1) 
nach einem der vorstehenden Anspruche, bei dem 
die leitfahige Folie (4) und die isolierende Folie (3) 
durch Zusammenpressen klebstofffrei miteinander 
verbunden werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem vor dem 
Zusammenpressen der Folien (3, 4) die leitfahige 
Folie (4) derart strukturiert wird, daB die Kontakt- 
flachen (5) gebildet werden. 
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